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无锡中微晶园电子有限公司是中科芯集成电路有限公司的控股公司，隶属于中国电子科技

集团有限公司(CETC)，是一家专业从事半导体器件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。

公司具备雄厚的研发实力，承担多项国家、省级重大科技项目，2010、2018年2次荣获国

家科技进步二等奖等奖项，具有抗辐身,jsol技术、高压技术等特色工艺，在光电器件、射频器

件、保护类器件、MEMS、功率器件等领域开发出多系列具有市场竞争力的产品。

公司拥有一条宇航级五英寸CMOS工艺生产线及六英寸器件工艺生产线，可以为客户提供

0。5—3 Um标准CMOS、半导体分立器件等多种工艺技术的加工服务，是一条多种工艺、多代技

术兼容的集成电路和分立器件加工线，通过国家军标线认证，是国家认证的宇航级电路工艺加

工线。

公司重视发展自己的特色工艺、特色服务，既可为客户提供标准工艺加工，又可为客户量

身定做特殊工艺；重视发展与客户的台作，期待与客户共同成长。
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